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深圳证券交易所： 

根据贵所于 2020 年 8 月 3 日出具的《关于江苏卓胜微电子股份有限公司申

请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020095 号），江苏卓胜

微电子股份有限公司（以下简称“卓胜微”、“公司”、“发行人”或“申请人”）与保

荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、天元律师事务所（以

下简称“律师”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对问

询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 

 

如无特别说明，本回复报告中的简称与《江苏卓胜微电子股份有限公司 2020

年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》中“释义”所定义的简称具

有相同含义。 
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（1）高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目 
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本次募投项目“高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目”主要聚焦高

端滤波器，其主要产品包括以 TC-SAW、IHP-SAW、SMR-BAW ἀ FBAR 等为

代表的高频率、高功率、高性能滤波器。 

前次募投项目“射频滤波器芯片及模组研发及产业化项目”的主要产品为主

要应用于 2.5GHz 以下频段的 SAW 滤波器、双工器及相应的接收通路和发射通

路模组，目前公司已完成了多款 SAW 滤波器产品的开发，并基于此推出了射频

滤波器分集接收模组产品（DiFEM）和射频低噪声放大器/滤波器集成模组产品
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（LFEM）。 

公司本次募投项目所开发的产品与前次募投项目和现有产品同属于射频滤

波器芯片及模组，但在具体原理、材料及工艺上存在一定差异，因而具有不同的

性能表现，并在不同的应用领域中各具优势，从而形成了目标市场的互补。 

公司本次募投项目所开发的产品通过采用与现有产品不同的材料、原理或工

艺，一方面将全方位地实现滤波器性能的提升，另一方面进行向高频应用场景的

拓展，是对公司现有产品线的完善。本次募投项目建设完成后，公司将实现向高

端滤波器的延伸，从而建立覆盖高性价比 SAW 滤波器、高性能滤波器及高频滤

波器的全面产品线，其中各类型产品具有不同的优势和适用领域，能够满足各细

分市场的应用需求，符合当今市场的整体发展趋势。 

（2）5G 通信基站射频器件研发及产业化项目 

本次募投项目“5G 通信基站射频器件研发及产业化项目”的主要产品包括：

1）适用于 sub-6GHz 频段ō ᵍᶓ מ 6GHzŎ的射频器件产品；2）适用于

毫米波频段ō ᵍᶓ 30GHz-300GHz ῦŎ的射频器件产品，上述产品将

用于 5G 通信基站。 

前次募投项目“射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目”及“射频开

关和 LNA 技术升级及产业化项目”以应用移动终端设备的射频器件开发为主。

目前，公司产品线已实现对应用于移动终端的 sub-6GHz 频段射频开关、低噪声

放大器及接收端射频模组的覆盖。 

本次募投项目所开发的产品与前次募投项目和现有产品同属于射频器件，但

主要应用于 5G 通信基站领域。与移动终端射频器件要求的低成本、小尺寸、低

功耗不同，高性能、高可靠性、高稳定性是通信基站射频器件实际应用中关键考

虑因素，在设计、工艺和材料选取上与移动终端射频器件存在本质差异。因此，

通过本次募投项目的建设，公司将实现产品应用领域的拓展，从而开发更为广阔

的市场空间。 

综上所述，本次募投项目¯ṍᵊ О ᾭ ᵿἀѰ ὄ °

ἀ¯5G ᾘ   ᵿᾭѰ ὄ °的主要产品是对前次募投项目及
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现有产品线的升级与拓展。通过本次募投项目的实施，公司一方面将推动其产品

结构向着性能更佳、高可靠、高稳定性的方向延伸，另一方面将在移动终端的基

础上扩展其产品的应用领域，从而丰富公司产品布局，实现市场地位和盈利能力

的同步提升。 

（3）产能情况 

目前，公司主要采用 Fabless 经营模式ō Ṱѻו IC ῄṷ п

ⅎו Ŏ，专注于集成电路的研发、设计与销售，将产品的晶圆制造及封

装测试环节委托给代工厂进行，不涉及自有产能。公司与主要供应商建立了深入、

稳定的合作关系，产能需求能够得到稳定保障，在历史经营过程中未出现因上游

产能供给不足影响产品交付的情形。公司将通过本次募投项目的实施，进一步深

化与晶圆代工厂的合作，有助于提升产能保障力度及稳定性。 

公司本次募投项目拟通过与晶圆代工厂合作建立生产专线的形式进行，公司

提供部分关键设备，但不拥有完整的产线，对应的产能规模主要取决于后续生产

专线的规划及实际运营情况。公司此次募投项目的规划，充分考虑了新产品预计

的产销量情况，产能需求预计能够得到稳定保障。 

综上所述，公司本次募投项目的实施通过生产专线的合作建设，能够在现有

Fabless 经营模式的基础上加强对上游产能的掌控力度，有助于公司利用晶圆厂

生产专线进行更为高效的工艺研发，同时有效保障了公司产能供给的稳定。 

2ȁ ₥ ♅ ᾳЮ̆ ᾃᾋ

ȁ ̆ ᾳ 
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（1）公司本次募投项目将有助于加速射频器件的国产化替代 

近年来，5G 技术应用的加速落地带动了上游相关器件需求的快速增长，公

司通过前次募投项目的建设，已在 SAW 滤波器及其他射频器件上实现了技术突

破，推动了相关产品的国产化替代。然而，国内厂商在高端射频滤波器及通信基

站射频器件领域较之国际厂商仍然有着较大的差距，在中美贸易摩擦的市场环境

下，相关产品的国产化替代迫在眉睫。 

公司本次募投项目拟在前次募投项目及现有产品的基础上，布局高端滤波器

及 5G 通信基站射频器件，是当前通信技术迭代下打破国外厂商垄断的必然选择。 

（2）公司需通过持续的新产品开发紧跟行业发展趋势，强化与现有业务的

协同效应ő ҝṪ Ѱו ₅ẅ 

随着 5G 商业化的建设迎来增速高峰，一方面，市场应用在 sub-6GHz 和毫

米波等高频领域不断拓展，对以 TC-SAW、IHP-SAW、BAW 等工艺为代表的高

性能、高频滤波器需求大幅增加，并要求通过高集成度的射频前端模组实现产品

的复杂化、高端化、小型化发展；另一方面，高频通信基站的覆盖范围较低，需
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针对 5G 需求进行大规模网络基础设施扩容和新建，配套射频前端器件的市场空

间广阔。 

面对快速更迭的市场需求及技术趋势，公司需保持较高的行业敏感度，顺应

市场发展动态，不拘泥于现有产品布局，通过新产品的持续开发拓展新的利润增

长点。本次募投项目所研发的高端射频滤波器芯片及模组、5G 通信基站射频器

件与市场未来发展的必然趋势高度契合，有助于公司发挥新产品与现有产品的协

同与互补效应ő ҝṪ Ѱו ₅ẅ，向行业前沿不断靠拢。 

（3）公司拟开发的新产品市场前景广阔 

一方面，全球滤波器市场规模在通信技术的更迭下持续扩张；另一方面，5G

基站所需的大规模天线阵列、MIMO 将给射频市场带来巨大的成长机遇，室内小

基站作为提升 5G 网络覆盖深度和容量的必要手段也将推动射频市场的增长。本

次募投项目拟开发的新产品具有广阔的市场前景，公司凭借现有的技术和客户基

础，能够实现良好的市场导入。 

ō4Ŏ Ọἂ Ѱ ‌ו őṷ ‏ ᵓṵ фו Ҡᵇ 

目前，全球范围内主要射频前端供应商大多采用 IDM 经营模式，拥有设计、

制造和封测的全产业链能力，在新产品、新材料的开发过程中对于制造工艺具备

更为深入的理解，并能够根据市场最新需求及时进行设备和工艺的迭代。 

为了达到兼具设计研究、晶圆制造、封装测试的全产业链参与，实现对关键

制造环节的控制和自主供给，公司本次募投项目拟与 Foundry 代工厂ō№ ֥Ṱ

ѻő Ḩ Ѱ¡ ѻῑŎ合作建立生产专线，由双方充分发挥各ו

自优势，合作完成产品工艺的调整与工艺能力的提升。公司拟在充分利用晶圆代

工厂现有资源的前提下，购置部分具备较高技术难度和定制化水平的设备，因此

需利用本次募集资金在硬件设备上进行一定规模的投入。 

（5）本次募投项目是对前次募投项目所开发的产品的拓展与升级，二者可

同步进行 

公司本次募投项目所开发的产品包括高端射频滤波器芯片及模组、5G 通信

基站射频前端器件，前者是在公司现有 SAW 滤波器的基础上对产品线的丰富，
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后者是对公司现有射频前端器件产品在应用领域上的拓展，具体情况参见本问题

回复之“1、各募投项目的主要产品、产能及其与前次募投项目、现有业务之间

的联系与区别”。 

本次募投项目的拟开发产品在性能表现、复杂度、应用场景方面与前次募投

项目存在显著差异，因此二者相对独立。前次募投项目的完结与本次募投项目的

启动不存在必然关联，公司可同步进行相关项目的研发，从而确保新产品及时投

入市场。 

（6）前次募投项目的建设已初具成果，为本次募投项目打下了坚实的基础 

截至本回复报告出具日，公司通过前次募投项目的开发，已推出了 SAW 滤

波器芯片、射频滤波器分集接收模组（DiFEM）、射频低噪声放大器/SAW 滤波

器集成模组产品（LFEM）以及支持 sub-6GHz 的射频开关、射频低噪声放大器

等芯片和其他模组产品，形成了覆盖 RF CMOS、SOI、SiGe、GaAs、压电晶体

等各种材料及相关工艺的技术平台，并在前道设计流程和后道生产流程的验证上

积累了丰富的经验。同时，公司现有产品已实现向绝大部分安卓系统知名手机终

端厂商的渗透，此类知名手机终端厂商客户将仍是公司未来新产品推广的主要目

标群体。 

凭借现有的产品及技术储备，公司已经具备了向高频化、多元化、高端化演

进和向新市场、新领域拓展的能力，并能够实现向既有客户的快速导入。因此，

本次募投项目的建设已经具备了良好的技术与客户基础，在现阶段启动相关产品

的研发具有合理性。 

（7）公司对本次募投项目开支进行了谨慎、合理规划 

本次募集资金的投入将主要用于硬件设备等的购置，公司充分考虑了晶圆制

造厂商已经普遍具备的生产资源，对用于关键生产环节的必要新增设备进行了明

确、合理的计划，所需投入的募集资金规模估计较为谨慎。相关设备购置的规划

情况详见本回复报告“问题一”之“（二）说明射频滤波器项目、基站射频器件

项目中‘硬件设备费’的构成明细，是否全部为资本性支出”。 

综上所述，本次融资的投资项目符合公司发展的必要需求，是基于现有业务
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基础的合理规划。本次募投项目所开发的产品在技术性能、工艺选择及应用领域

上有别于前次募投项目，不存在重复建设的情形。 

3ȁ ẏ ȁ ȁ ӊ ӊ ‾ ȁ Ԇ

ᾳ ӊ ע ╒̆

а  

（1）公司的客户储备情况 

目前，公司的射频低噪声放大器、射频开关、射频天线调谐开关等产品均已

实现 sub-6GHz 频段的覆盖，获得了知名手机品牌客户的认可并搭载于其移动终

端设备中。 

未来，公司新产品的推广仍将以手机品牌客户为主要目标群体，借助现有客

户储备实现市场导入。一方面，作为此类品牌客户的合格供应商，发行人与客户

保持长期合作及交流，对客户的需求及其产品的性能与品质具有充分理解，有助

于推动高端射频滤波器等新产品的导入；另一方面，公司现有移动终端客户群体

与通信基站射频器件的潜在客户群体存在一定重叠，为公司后续的基站射频器件

的推广奠定了基础。 

ō2Ŏṷ ו ᴨ֮¡ Ѱ ẵ ᾭѰ י Ꞌ 

公司本次募投项目主要进行新产品的研发及产业化，市场对相关产品已具备

较为广阔的需求空间，ṷ ṧ┼♩Ἴ‏ ΈѰ ᾭ ј Ꞌő ῄẵὃ

Ѱ Ѱ Ꞌ¢待项目建设完成后，公司将积极向客户送样并进行产品验证。

新产品验证通过后，公司将推动客户导入，届时将正式获取订单，从而实现新产

品的量产与交付。Ἢ Έ ⁶ᵍőṷ ṧ┼♩Ἴ‏ ᾭ ᴨ֮ Ꞌőɔ

Ѱ Ѱו ₭ ᴮ ᴘ őκ ⁪ṍוѰ ¢ᵓ Ѱ őṷ

♩Ἴ ╫ ỉ ᾙѻ őṷ Ѱ ¡῝ṟ¡ ¡†Ḥ¡

Ὰ ṥᶚי ᾐה♩ἼוẲᶗ ♠И г ¢ ӽőᾘ Ựו♩

Ἴᾘӓőṷ Ѱ ẇҪ ᾐה ᴨ֮ő║ϐ Ựו ᴨ֮Ӕϐő

ẇ Ѱ ו ᴧ Ѱ †ḤőИ ṷ Ҫו ṵ ᴧκ ¢ 

公司目前主要采用 Fabless 经营模式，将产品的晶圆制造及封装测试环节委



 

7-1-12 

托给代工厂进行，不涉及自有产能及产能利用率。 Έⅎ ỌҠ őṷ ṧ┼

Ѱ ו ѵ Ẳᾭ ᾐ ᴨ֮ו Ꞌőᴮ ᾍשᵓ Ѱ ₭ ᴘ ¢2019

ᵇᾭ 2020 1-6 ő ᵓ ו ᴮ ᵊו ▲ầ¡מ ᶢ֞

¡SAW О י ᵊᶳ  ᾭṥ Ѱי őṷ Ọ ῒṰᶚ

ᶳЈ֚׆ 455,048.53 ♄ἀ 303,082.86 Ѱו♄ ő Ѱ ṵ ו

ҙőᶳЈ 440,601.66 ♄ἀ 246,041.22 ו♄ ¢ 

未来，通过与晶圆代工厂合作建立生产专线及其他形式，公司将深化与供应

商的合作，有效保障现有产品及新产品的产能供给。║ ᵷ ő ῄẵὃ

⁶ᵍőṷ ◦ ᵓ וּ ἂו ¡Ѱ ҝϖו י őᵓ

Ѱ Ѱו ‌ ₭ ẵὃŠ Ѱ ‌ ⁶ᵍőṷ ṧ┼♩Ἴ‏

ᾭ ᴨ֮ ꞋőᵓѰ Ѱו ₭ ᴮ ᴘ őԅᵷ ֞ ᵇשκ

Ѱ Ѱו ṵṦő κ ҝϖ ἂו ᾭἪ ☼♠ו ¢ 

ṧ┼ Ѱ ▲ᵿⅎ ¡ Ђ ѵⱣῦ¡ ♩Ἴᾭᴨ֮ᾘӓי őṷ

ῄϖԀ ▲ᵿו ᾘ ו  ¡ṍᵊ О  ᾭ

Ѱ ו⁪ṍוּ֣‏ ¢ 

ō3Ŏṷ Ә Ὰו ᴝ֥ Ꞌ 

整体上，公司所处行业的技术发展主要受到下游市场应用需求的驱动，迭代

周期相对较快。在射频滤波器领域，从 4G 到 5G 通信频段的提升推动了产品工

艺的持续升级；在基站射频器件领域，5G 通信基站的商业化建设推动了高频射

频前端器件的普及。因此，公司需紧跟行业技术发展，持续进行新产品的拓展。

║ Ꞌ ş 

О őSAW О ῝Ϡ ő 2.5GHz ᵍ║

Ẳᶗ ő ѵ ф SAW О ᾘӓו бᵎ ӊ║ Ṫ

ו TC-SAW¡IHP-SAWיᵟ Ѱ ¢ ő 5G ו ᾭőӝ SAW

О ᶅ ṍ ᵍ őBAW О ו ѵ ꜛ ῒőИ ӊ

FBARי║ϐṪῐ ו Ѱ ¢ṷ SAW О ו ᴧӊᾔő

ϖԀ ו ‏ TC-SAW¡IHP-SAW¡BAW ἀ FBAR י

֥Ѕוṍ ¡ṍṲ ¡ṍ О ő Ὰ ᾭѰ ו ¢ 
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5G   ő ᴮ ᵊ   ầ ¡ҝϖמ ҳ֒¡מ

Ṳựי őᵷ ᾘ   ṍ ¡ṍ♠☼ ¡ṍ ᴧ י ᴄő

ׅ ᵽ ῄ¡Ṱ ἀк ֑ ᴧѤ ¢5G ו Ẳ ᶚ ‏ ᴮ

ᾘ   Ṫṍ ᶚו ᵿ ő ᶚ ֣ᴮ Ṱ ἀк бᵎו

ᾳ¢ṷ ϖԀ ו ‏ Ѱ ᾘ ᵊו őИ

ӽᾺ бᵎ ᵿ Ὰ Ѱ ¢ 

（4）新产品的市场消化能力，项目实施是否存在重大不确定性 

ṷ ϖԀ ▲ᵿו Ѱ ║ϐ Ựו ѵ ⅛ő ẇ

ѵ ὄő║ ş 

װ ő本次募投项目主要面向 5G 应用这一增长潜力巨大的细分市场，根据

QYR Electronics Research Center 统计，在 5G 应用的推动下，预计 2023 年全球

射频滤波器市场规模将从 2018 年的 83.6 亿美元增长至 219.1 亿美元，年复合增

速高达 21.2%；同时，2020 年至 2021 年也将迎来 5G 基站建设的高峰期。ṍᵊ

О ᾭ 5G ᾘ ו  ѵⱣῦẲּׁשőỉ ṵ Broadcom¡

Skyworks¡Qorvo¡Murata ỉΈי ѻ Ϡ ѵᶺᵭ Ёמ⁪őṷ ṧ┼

Ѱ ӊᾔו Ꞌᾭ♩ἼӔϐ Ꞌőκ ῄ Ѱ ו Ꞌ¢ᾘ Ẳ

ושּׁ ѵⱣῦőṷ ѵ מ⁪ őᵓ Ѱו ║ϐ

ᴧẵ ¢ 

ᵽő通过分阶段产品研发的形式，公司将适时推出满足市场主流需求的新װ

产品，以精准把握广阔的市场增量空间ő ẇ ϴ Ѱ ▲ᵿ ẲỌҠ

֘ ѵᾙ ¡Ѱ ᴧ б ἂ ѵ י Ꞌוᵿ 。目前，公司具有稳固

的客户资源储备，有助于快速导入以现有产品为基础而开发的新产品， ᶳ⁶ᵍ

Ѱ ᵿוѕ ő ẇҸᶳ Ѱ И ┼ ѵᶺᵭ。 

װ őṷ ṩᵟ ő║ ỰוᾺ ᾜ ἀ♩Ἴἂ ᾘӓő

ϖԀ Ἴ♩ו Ѱ ἂᵇ⁪ṍő ϖԀ Ѱ

ו ẲИ Š ӽᾘӓ őṷ Ѱ Ѱו ẵὃ‏ ἂ

י ő ‌ Ѱ Έ ẵ ו ő κ ‌ ו

Ѱ ׆ה ѵᴨ֮κ ő ▲ᵿו Ѱ ẇ ᴧӊᾔИ׆ה ѵ ♠¢ 
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őō1Ŏṷ ║ϐ ⁪ ᶾḩו♩Ἴ Ӕϐő Ѱ ו

ᴨ֮ẵ ᴧő ẇ Ѱ ▲ᵿ ҝἪ Ựוᴨ֮ ὄőИ κ

Ựו ᾥŠō2Ŏṷ Ѱ Ѱו ẵ ῄ‏ ᾘӓőИ

Έ ỌҠ ₭ ᴮ ᴘ ő κ ⁪ṍוѰ Šō3Ŏṷ ϖԀ

‌ו Ṩ₩‏ Ὰ ᵿ ő ӊ ѵ Ѱו őԅᵷᾐה

Ựו ѵ ♠Šō4Ŏṷ ▲ᵿו Ѱ ѵⱣῦẲּׁשő ᶳ⁶ᵍѰ ᵿ¡

Ѱ ẵὃᴮ ᴘ ѕי ő₅ἂ ♩Ἴ ő ѵ ὄ¢ ӽő

ᵿ ϖԀ ו б֑ ֞б ᴧ ¢ 

̂ү̃ ȁ ֒ ѐľ ֒ Ŀ ̆

ὤ ѝ   

射频滤波器项目的硬件设备费构成如下： 

序号 设备分类 设备名称 金额（万元） 

1 清洗设备 

湿法清洗机 

14,140.00 
甩干机 

等离子处理/打胶 

擦片机 

2 涂显设备 

增粘 

17,640.00 涂胶台 

显影 

3 光刻设备 
光刻机 1 

29,400.00 
光刻机 2 

4 薄膜制备 

镀膜机 1 

38,080.00 

镀膜机 2 

磁控溅射台(PVD） 

PECVD 等离子增强化学气相沉积 

集群式高精度溅射台 

5 蚀刻设备 
ETCH 干法刻蚀机台 

3,780.00 
干法释放设备 

6 检测设备 

全半自动探针台卡 

18,980.77 AOI 光学晶圆外观检查 

SEM 扫描电子显微镜 
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序号 设备分类 设备名称 金额（万元） 

FIB 聚焦离子束 

自动批产台阶仪（薄膜轮廓仪） 

手动台阶仪（薄膜轮廓仪） 

CD-SEM 关键尺寸测量 

7 其他 

矢量网络分析仪 

19,740.00 

CMP 化学物理研磨设备 

剥离机 

晶圆级氮气柜 

晶圆老化退火炉 

合计 141,760.77 

基站射频器件项目的硬件设备费构成如下： 

序号 设备分类 设备清单 金额（万元） 

1 光刻设备 
光刻机 1 

21,000.00 
光刻机 2 

2 薄膜制备 

等离子 CVD（电浆） 

25,298.00 
金属溅射 

PECVD 

磁控溅射镀膜机 

3 蚀刻设备 

氧化膜干蚀刻 

8,193.00 背面晶圆干蚀刻 

金蚀刻 

4 晶圆检测 
自动外观检查仪 

7,735.00 
套刻图案尺寸测量机 

5 氧化扩散退火 
RTA 

3,198.00 
氧化/扩散 

6 其他 
薄膜厚度及声速测量 

18,369.00 
自动剥离装置 

合计 83,793.00 

上述硬件设备费均为资本性支出。 

̂Ь̃ ♅ ♅ ᴳ ̆ ♅

ꜛ Ὧ Үֶᾱ ₥ ὡ  
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射频滤波器项目的募集资金预计使用进度如下： 

项目 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 

募集资金投入金额（万元） 58,212.31 28,431.15 7,354.77 29,022.15 18,740.38 

射频滤波器项目的项目预计建设进度如下： 

本项目建设工期为 5 年，共分两期进行，具体情况如下： 

建设期 时间 具体内容 

一期 T+1-T+3 

研发方案制定 

硬件设备购置安装调试 

研发人员引进与培训 

项目设计开发 

测试及产品化 

二期 T+4-T+5 

研发方案制定 

硬件设备购置安装调试 

研发人员引进与培训 

项目设计开发 

测试及产品化 

发行人未在本次发行相关董事会决议日前投入与本次募投项目相关资金。 

基站射频器件项目的募集资金预计使用进度如下： 

项目 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 

募集资金投入金额( 万元） 32,873.00 15,355.00 17,181.00 9,817.00 8,567.00 

基站射频器件项目的项目预计建设进度如下： 

本项目建设工期为 5 年，共分两期进行，具体情况如下： 

建设期 时间 具体内容 

一期 T+1-T+3 

研发方案制定 

硬件设备购置安装调试 

研发人员引进与培训 

项目设计开发 

测试及产品化 

二期 T+4-T+5 
研发方案制定 

硬件设备购置安装调试 
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建设期 时间 具体内容 

研发人员引进与培训 

项目设计开发 

测试及产品化 

发行人未在本次发行相关董事会决议日前投入与本次募投项目相关资金。 

̂ ̃ ♅ ‚ȁ έᴇ ȁ ̆

ȁ ‚̆♅  

公司本次募投项目通过与晶圆厂商共同投入资源合作建立前道晶圆生产专

线进行实施，其中硬件设备未来会放置在晶圆厂商自有或自用的厂房中，本次募

投项目不涉及发行人需要取得用地的情况，不存在用地落实的风险。晶圆厂商自

有或自用的土地，需符合土地政策、城市规划等相关法律法规的规定。 

̂ҷ̃ ₥ ♅ ȁ ‚ ὡ̆ Ү

ֶᾱ ₥ ♅ ⁮ᴁ ȇ ĺĺὯұ

Э Ὠ ѝ Ȉ Ὧ  

1ȁ Үֶᾱ ₥ ♅ ⁮ᴁ 6э  

公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏卓胜微电子股份有限公司

首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]939 号），首次公开发行人民币普通

股（A 股）股票 2,500 万股，募集资金总额 88,225.00 万元。扣除发行费用人民

币 5,339.26 万元，募集资金净额为人民币 82,885.74 万元。前次募集资金已于 2019

年 6 月 11 日到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的信会师

报字[2019]第 ZA14999 号《验资报告》确认，距本次发行董事会决议日ō2020

5 29 Ŏ时间间隔超过 6 个月。 

2ȁ з ‚ ὡ 

（1）前次募集资金使用情况 

截至 2020 年 3 月 31 日，公司前次募集资金使用情况如下： 

单位：万元 

承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资金额 投入比例 
项目达到预定可使用

状态日期 
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承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资金额 投入比例 
项目达到预定可使用

状态日期 

射频滤波器芯片及模组研发

及产业化项目 
40,521.69 5,763.88 14.22% 2021 年 11 月 16 日 

射频功率放大器芯片及模组

研发及产业化项目 
25,499.18 2,434.45 9.55% 2021 年 11 月 16 日 

射频开关和 LNA 技术升级

及产业化项目 
16,864.87 13,784.84 81.74% 2021 年 11 月 16 日 

合计 82,885.74 21,983.17 26.52%  

随着 4G 网络的扩张和 5G 应用下高频段网络的发展，智能终端对射频开关、

高性能射频 LNA、射频滤波器、射频功率放大器等产品的需求快速增加，并显

现出了模组化、小型化、集成化的发展趋势，天线调谐开关等产品的市场空间也

愈发广阔。公司经过审慎评估，优化了建设节奏并明确了前期重点研发方向，将

射频开关、射频 LNA 及射频滤波器模块作为项目建设初期的战略重心，从而更

好地顺应市场需求并满足公司现有的业务需要。 

截至本回复报告出具日，公司的前次各募投项目的具体进展如下：1）射频

开关和 LNA 技术升级及产业化项目作为现阶段战略重心之一，实现了顺利推进，

适用于 5G 通信制式的 sub-6GHz 频段射频开关、天线调谐开关及 SiGe 工艺 LNA

等新产品完成了向品牌客户的量产导入，销量快速增长；2）射频滤波器芯片及

模组研发及产业化项目将原计划于后期实施的滤波器模块研发作为现阶段战略

重心之一，并相应予以前置，实现了射频前端模组从无到有的突破；3）射频功

率放大器芯片及模组研发及产业化项目是公司中长期发展战略之一，其研发团队

已完成部署，项目有序推进并有数款 WiFi 射频功率放大器芯片和高度集成的

WiFi 前端模组产品进入正式量产阶段。 

综上所述，公司上述三个募投项目的实施情况及进展有助于公司把握市场机

遇、响应客户需求，充分考虑了通信技术市场的发展趋势，为公司带来了新的爆

发增长点，同时加速了公司技术升级与创新成果的实现，提升了公司在射频前端

市场的竞争力，为后续项目的顺利实施奠定了基础。 

（2）前次募集资金的后续投入计划 

为了确保前次募投项目顺利推进并如期完成，公司出具了如下承诺：“本公

司承诺，上述募集资金投资项目均处于正常进行中，后续能够按照既定计划完成

建设，不会出现项目建设延缓的情形。” 
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公司前次各募投项目均处于有序推进中，后续预计仍能按计划投入并如期完

成建设，前次募集资金投向未发生变更且按计划投入。 

综上所述，公司本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日时间间隔超

过 6 个月，前次募集资金投向未发生变更且按计划投入，符合《发行监管问答—

—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的有关规定。 

үȁ♅ ҉ Ἱ  

发行人已在募集说明书“三、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”

之“（一）本次募集资金投资项目的基本情况”补充披露本次募投项目的募集资

金使用和项目建设的进度安排、本次募集资金是否包含本次发行相关董事会决议

日前已投入资金以及各募投项目用地情况。 

ЬȁѐӮ  

保荐机构、发行人律师执行了如下的核查程序： 

1、获取并查阅了公司前次及本次募集资金投资项目的可行性研究报告，对

各募投项目的主要产品、现有业务之间的联系与区别进行分析；获取本次募投项

目中硬件设备费的构成明细；向公司了解本次募投项目的募集资金使用和项目建

设的进度安排、用地计划、本次募集资金是否包含本次发行相关董事会决议日前

已投入资金； 

2、核查了公司现有客户储备； 

3、查阅相关行业研究报告，分析公司及其募投项目所处的行业及技术发展

情况； 

4、取得并查阅了申报会计师出具的《前次募集资金使用情况报告及鉴证报

告》，了解并核实了发行人前次募集资金的使用状况； 

5、对公司高级管理人员就各募投项目的投资进展及未来投资规划进行了解，

对公司财务人员就前次募集资金的具体投入内容进行了解； 

6、获取了公司关于前次募集资金出具的说明及承诺； 

7、获取并查阅了前次募集资金专户的银行对账单，并针对大额开支进行了
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抽样核查。 

经核查，保荐机构、发行人律师认为： 

1、发行人本次募投项目的主要产品是对前次募投项目及现有产品的拓展与

升级，本次募投项目的规划具有必要性、合理性和谨慎性，不存在重复建设的情

形； 

2、发行人具有丰富的客户资源储备，本次募投项目相关产品符合市场主流

需求，具有良好的盈利前景，项目实施不存在重大不确定性； 

3、射频滤波器项目、基站射频器件项目中硬件设备费均为资本性支出，本

次募集资金不包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金； 

4、本次募投项目不涉及发行人需要取得用地的情况，不存在用地落实的风

险； 

5、公司本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日时间间隔超过 6 个

月，前次募集资金投向未发生变更且按计划投入，符合《发行监管问答——关于

引导规范上市公司融资行为的监管要求》的有关规定。 
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ү 

2э♅ б ⁸ ᴐ ₥ ӊж Ȃ 

ӝ б ⁸ ᴐ έᴇ ̆ꜛ аת ұ ᴐ ў

ᾃ ᾳȁ ӊж ᴳ ȁ έᴇ ̆ӊ ӊ

ȁ ӝб ⁸ έᴇ ὡ ӝ╒ȁ

Ὧ ᾳȁ ‾ ‍ ‚ Ү ̆ ӊж ӊ

ӝ ̆ ӝ ♅ ⁸̆ Ἱ‍ Ȃ 

ᶑ ӝ ӝ Ȃ 

回复： 

Уȁ  

̂У̃ б ⁸ ᴐ έᴇ ̆ꜛ аת ұ ᴐ ў ᾃ

ᾳȁ ӊж ᴳ ȁ έᴇ ̆ӊ ӊ

ȁ ӝб ⁸ έᴇ ὡ ӝ╒ȁ Ὧ

ᾳȁ ‾ ‍ ‚ Ү ̆ ӊж ӊ ӝ

̆ ӝ ♅ ⁸ 

随着通信技术的快速发展，产品趋向复杂化、高端化，射频前端器件生产过

程中的定制化需求逐步提高，设计企业将标准化程度较高的生产环节通过委外方

式进行，而对于部分产品独有的特殊工艺则由企业自主完成，从而实现了研发、

生产效率的提升与成本的压缩。 

公司本次募投项目与晶圆代工厂合作建立生产专线的形式进行，公司提供部

分关键设备，同时将约定全部或部分公司所投入设备所在专线用于公司产品的生

产，形成的新工艺和技术由公司所有。 

1ȁ ᴐ ў ᾃ ᾳ 

截至目前，公司尚未与晶圆制造商签署关于本次募投项目的合作协议，相关

合作方尚处于前期尽调研究阶段，合作方式、合作条款等具体内容尚在谈判过程

中。后续如有进展，公司将根据相关规定的要求，及时履行信息披露义务。 
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公司子公司参股投资了常州承芯半导体有限公司，该公司计划投资建设化合

物半导体及微机电系统生产线，用于高端射频前端应用及光电子应用的半导体制

造。该项目目前处于前期建设过程中，后续公司存在与其合作建设专线的潜在可

能。另外，公司与现有供应商均存在合作的空间或可能性。 

2ȁ ӊж έᴇ ᴐ ᾳ 

根据行业惯例及历史经验，公司会与供应商签署商业合同，对专线的使用权

进行明确约定，视实际产能的需求，通常会约定全部或者部分产线（通常为公司

购买设备）的产能用于公司产品的生产需求，即只能专门用于公司订单的生产。

专线由供应商生产人员管理，公司也会派出相应的驻场工程师对专线进行日常监

控，公司所购置的设备清楚标识为公司财产，供应商也会定期发送设备使用报告

给公司。生产专线等设施设备的管理、维护、保养的义务由供应商承担，公司享

有其出资购买设备的最终所有权。同时，公司也会派出相应的工艺研发工程师，

参与新工艺与新技术的研究开发，专线形成的新工艺和技术通常归公司所有。 

为确保供应商的利益，合同中通常会视情况约定最低产能使用效率，若公司

未达到相应的采购数量，则需给供应商一定的利益补偿。同时，针对公司前期投

入的设备成本，供应商通过生产专线的成本清算，以适当降低公司采购价格等方

式进行补偿，专线不涉及项目的直接利润分配。生产专线的产能及良品率预计能

有效满足发行人需求，发行人对募投项目的实施可以有效控制。 

3ȁὨ έ бᵏ נ ᴐ  

（1）与苏州日月新半导体有限公司（以下简称“日月新”）的专线合作 

公司与日月新签署《封装及测试服务合约》以及《合作备忘录》，双方合作

建设专线，截至目前合作情况良好。部分条款如下： 

1）试运行期间，日月新承诺按照每月特定产能配置专线用于生产公司委托

产品，公司承诺提供充足的订单以支持专线生产。 

2）日月新购买或租赁为实施本合约规定封装服务的相关设备，公司购买或

租赁为实施本合约规定测试服务的相关设备（以下简称“受托加工设备”）。于合

约的整个有效期限，受托加工设备的权力、所有权及货损风险属于公司所有，日
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月新不得将受托加工设备的所有权、保管权或控制权转移予任何第三方，除非依

据公司的书面指示进行。受托加工设备仅可以为本合约目的之使用，维护、保养

费用由日月新承担。由公司支付款项的设备或工具应清楚标识为公司之财产，且

于未使用时独立存放。 

3）公司每月向日月新提供滚动式预测，并约定一定时间的冻结期，若实际

数量比冻结期间的预测数量减少，公司应将相应零件与材料购买成本补偿给日月

新。 

őἂ ᴧ ꜝő ἂ ẵᴧ

ő‏Ҥ֬ őИ ѹṷ ¢ 

ἂו ő ᶚἂ ▲ᵿᶿјṰ őᵿ ו

ѵṰҠ ő ᵿ Ṿῄ ϐőѰ ѰוѰ ᾭᵿ

Ѱו ε+ ▲ầ¡ מ ᶢ֞ ¡ őỚḵי ᵿ ו

Ѱ ¢ Ọ ἂ őᵿ κ Ѱ ᶿјѰו ő

ṷ ő Ѱ ₭׆ה г ő‌ ו Ự

ἂ ầ ¢ 

（2）与其他供应商的类似合作 

公司与部分晶圆供应商、封测供应商也存在使用公司购买的设备，放置于供

应商处进行生产合作的方式，合作情况良好，可以及时响应公司需求，Ѱ ᾭ

╫ ṷ ő为后续本项目的专线合作积累了较为丰富的管理及运

营经验。 

4ȁ ӝ ♅ ⁸ 

ᾘ ṵ ו Ựἂ őₒ´ ҝṲוἂ ⅎ őᵿ ♠

ᵓϖԀ ו ₭ ⱦ ő║ ᵍε+şō1Ŏ ᴧ ῒṰ

ϐו ¡ ᾭᾔ ᷄ ṷ ő‏ ầ ϐ ӒЂ ṷ мѰő

ᾐ ṵ ᴧ ᵿ ו ϐ οṔŠō2Ŏ ӊ ṷ Ѹו ѵṰҠ

ᵓ ₭ ѷῢⱦőИ ӊ ṷ Ṱו ᵿṰҠ őф Ṱ

Ὰ ו ∏▲ᵿő ҝו Ṱ ἀᾺ ѷẸṷ Šō3Ŏ Ọ
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κ ầѰ ṷ ᴨ֮ו Ѱő Ọ ṵ ṵễᴮ јו

κѰ ᴧ Šō4Ŏ Ọ ו ᴧő κἂ ᶚ ő

‏ ѹṷ ¢ 

őᵿ ♠ ᵓϖԀ ו ₭ ⱦו ¢ 

̂ү̃Ἱ‍  

发行人已在募集说明书中“五、与本次发行相关的风险因素”之“（三）对

本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素”披露如下： 

1、募投项目实施风险 

虽然公司对本次募集资金投资项目进行了慎重的可行性研究论证，但多个项

目的同时实施对公司的组织和管理水平提出了较高要求，且与Foundry共同投入

建立前道晶圆生产专线对公司的内外部资源整合能力要求较高。若公司与晶圆代

工厂合作建设产线的进展有所放缓，将对募投项目后续的实施效果带来一定影响。

此外，随着新产品的持续开发与晶圆生产专线的陆续搭建，公司的资产规模及业

务复杂度将进一步提升，研发、运营和管理人员将相应增加，如果公司未能根据

业务发展状况及时提升人力资源、法律、财务等方面的管理能力，可能会影响项

目研发及建设进程，导致项目未能按期投入运营的风险。 

ϖԀ ו ‏ № ֥Ṱѻἂ ‌ Ѱ ו ₭ őṷ

ⅎו ‏ Fabless ᾘӓו ῒ ᵓ ṵ ὐ⁹וф ҠᵇőИ

Ọ Ѱ ᴧҠᵇ ᵓѰ ו άᴧ¢ № ֥Ṱѻἂ Ọו

Ҡ ő ᶚ ꜝ ֚ҝ ¡ ϐ ᾭ Ἱ Ẹ б ¡

ṷ ѵ Ṱ ▲ ׆ ͖¡ἂ ᶚ י ő Ѱ ‌ו ᾭ

͝ῄὃ₭ ő‏ᵓϖԀ ו ҝб ¢ 

ϖԀ ἂו Ѱ ẵὃ‏ Ꞌ ф◦ ┼ő ו

ỌҠ ő ӊ ᴨ֮бᾭ ¡Ѱ ⁪ ᾑṰ ▲ᵿбᾭ י

ő‏ᵓṷ Ѱ ו ᾭѰ ὄּ֣ו ᴧб őԅᵷ‚מ

ו Ị¢ӽ ő ѵᵓṷ Ѱ ו ♠Ҡᵇמ⁪őϖԀ ♠

֑ бᾭ ᷄ו ¢ 
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үȁ♅ ҉ Ἱ  

发行人已在募集说明书“三、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”

之“（一）本次募集资金投资项目的基本情况”补充披露与晶圆制造商合作的具

体方式ᾭ ו ᷄ 。 

ЬȁѐӮ  

保荐机构、发行人律师执行了如下的核查程序： 

1、向发行人了解与晶圆制造商合作的具体方式，获取发行人历史上与供应

商的合作协议； 

2、向发行人了解其相关技术储备以及其对募投项目实施控制的具体措施以

及可能产生的风险。 

经核查，保荐机构、发行人律师认为： 

基于发行人的技术储备及过往项目经验、发行人拟对募投项目采取的控制措

施，发行人预计可以对募投项目实施有效控制，发行人已在募集说明书中披露相

应风险。 
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Ь 

2020 У ̆ ӝ ᴍ 45,906.46Ъἷ̆Ӈ ӊᴍ

50,901.21Ъἷ̆ў ѝ Ȃ 

ӝ Ἱ ̔̂ 1̃ Ὧ Үֶᾱ ₥Ὡэ

ӭ ╘ н╘ έᴇ ᾰͅ У

╘ ̂ꜛ н╘̃ ̂̕ 2̃ Ὠ н╘

ȁн╘ ᾳȁ ᾳȁ ӊ ᾰͅ ♅

ұ Ἱ ╟ Ȃ 

ᶑ ӝ ֶ Ȃ 

回复： 

Уȁ  

̂У̃ Ὧ Үֶᾱ ₥Ὡэ ӭ ╘

н╘ έᴇ ᾰͅ У ╘

̂ꜛ н╘̃  

1ȁ Ὧ Үֶᾱ ₥Ὡэ ӭ ╘

н╘ έᴇ ᾳ 

（1）财务性投资和类金融业务的认定标准 

1）财务性投资 

根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》问题 10：（1）

财务性投资包括但不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托

贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风险

较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等。（2）围绕产业链上下游以获取技

术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客

户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财

务性投资。（3）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公

司合并报表归属于母公司净资产的 30%（不包含对类金融业务的投资金额）。（4）
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本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金

额应从本次募集资金总额中扣除。 

2）类金融业务 

根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》问题 20，

除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其

他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、

商业保理和小贷业务等。 

（2）本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施的财

务性投资情况 

2020 年 5 月 29 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《2020

年度非公开发行 A 股股票预案》。2020 年 7 月 1 日，公司召开第一届董事会第十

五次会议，审议通过《2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》。自本

次发行相关董事会决议日前六个月至今（即 2019 年 11 月 29 日至今），公司未实

施或拟实施财务性投资及类金融业务。具体情况如下： 

1）设立或投资产业基金、并购基金 

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在新设立或投资产业

基金、并购基金的情形。 

2）拆借资金 

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在实施借予他人款项、

拆借资金的情形，不存在拆借资金余额。 

3）委托贷款 

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在委托贷款情形。 

4）以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资 

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不涉及集团财务公司情形。 

5）购买收益波动大且风险较高的金融产品 



 

7-1-28 

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司存在使用闲置资金购买

结构性存款、大额存单、七天通知存款的情形，主要为在满足公司各项资金使用

需求的基础上，使用暂时闲置的资金购买了一年期以内的“风险较低、流动性好、

安全性高”的结构性存款、大额存单、七天通知存款。公司购买上述产品旨在保

障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的

收益，符合公司和全体股东的利益。 

公司使用暂时闲置资金购买的结构性存款、大额存单、七天通知存款均属于

“风险较低、流动性好、安全性高”的产品，且投资期限均在一年以内。因此，

上述结构性存款、大额存单、七天通知存款不属于期限较长、收益波动大且风险

较高的金融产品，不属于《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》、《深

圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》规定的财务性投资或类金

融业务。 

自本次发行相关董事会决议日前六个月至本回复报告出具日，公司使用闲置

资金购买的结构性存款、大额存单、七天通知存款明细如下： 

单位：万元 

机构名称 购买产品名称 产品类型 金额 
参考年化 

收益率 
起始日期 终止日期 

江苏银行

无锡科技

支行 

7 天通知存款 
7 天通知

存款 
1,000.00 1.16% 

2020 年 2 月

11 日 

2020 年 4

月 14 日 

江苏银行

无锡科技

支行 

7 天通知存款 
7 天通知

存款 
2,000.00 1.16% 

2020 年 2 月

11 日 

2020 年 6

月 30 日 

江苏银行

无锡科技

支行 

7 天通知存款 
7 天通知

存款 
2,000.00 1.16% 

2020 年 2 月

11 日 

随时可支

取 

江苏银行

无锡科技

支行 

7 天通知存款 
7 天通知

存款 
10,000.00 1.16% 

2020 年 9 月 3

日 

随时可支

取 

南京银行

滨湖支行 
大额存单 大额存单 1,000.00 1.60% 

2020 年 3 月

23 日 

2020 年 4

月 23 日 

南京银行

滨湖支行 
大额存单 大额存单 1,000.00 1.60% 

2020 年 4 月

24 日 

2020 年 5

月 24 日 

南京银行

滨湖支行 
大额存单 大额存单 1,000.00  1.60% 

2020 年 5 月

26 日 

2020 年 6

月 26 日 
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机构名称 购买产品名称 产品类型 金额 
参考年化 

收益率 
起始日期 终止日期 

交通银行

股份有限

公司无锡

分行 

交通银行蕴通财富定

期型结构性存款（汇

率挂钩） 

结构性存

款 
5,000.00 3.81%-3.91% 

2019 年 9 月

23 日 

2020 年 6

月 22 日 

交通银行

股份有限

公司无锡

分行 

交通银行蕴通财富定

期型结构性存款（汇

率挂钩） 

结构性存

款 
5,000.00 3.80%-3.90% 

2019 年 9 月

23 日 

2020 年 3

月 23 日 

交通银行

股份有限

公司无锡

分行 

交通银行蕴通财富定

期型结构性存款（汇

率挂钩） 

结构性存

款 
10,000.00 3.81%-3.91% 

2019 年 9 月

23 日 

2020 年 9

月 18 日 

交通银行

股份有限

公司无锡

分行 

交通银行蕴通财富定

期型结构性存款（汇

率挂钩） 

结构性存

款 
5,000.00 1.55%-3.75% 

2020 年 3 月

25 日 

2020 年 9

月 15 日 

交通银行

股份有限

公司无锡

分行 

交通银行蕴通财富定

期型结构性存款（汇

率挂钩） 

结构性存

款 
5,000.00 1.35%-3.02% 

2020 年 6 月

23 日 

2020 年 12

月 29 日 

江苏银行

股份有限

公司无锡

分行 

江苏银行对公人民币

结构性存款 

结构性存

款 
25,000.00 2%-3.85% 

2019 年 9 月

26 日 

2020 年 6

月 26 日 

江苏银行

股份有限

公司无锡

分行 

江苏银行对公人民币

结构性存款 

结构性存

款 
5,000.00 2%-3.85% 

2019 年 10 月

10 日 

2020 年 7

月 10 日 

江苏银行

股份有限

公司无锡

分行 

江苏银行对公人民币

结构性存款 

结构性存

款 
20,000.00 1.5％-3.05％ 

2020 年 6 月

28 日 

2020 年 12

月 28 日 

江苏银行

股份有限

公司无锡

分行 

江苏银行对公人民币

结构性存款 

结构性存

款 
5,000.00 1.5％-3.05％ 

2020 年 6 月

29 日 

2020 年 12

月 29 日 

江苏银行

股份有限

公司无锡

分行 

江苏银行对公人民币

结构性存款 

结构性存

款 
5,000.00 1.5％-2.95％ 

2020 年 7 月

13 日 

2020 年 10

月 13 日 

6）金融或类金融业务 
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自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在经营金融业务情形，

亦不存在经营融资租赁、商业保理、小贷业务等类金融业务情形。 

7）拟实施的财务性投资的具体情况 

自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在拟实施财务性投资

的相关安排。 

综上，自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在实施或拟实

施的财务性投资及类金融业务的情形。 

2ȁ У ╘ ̂ꜛ н╘̃

 

截至 2020 年 6 月 30 日，公司相关资产情况具体如下： 

单位：万元 

序号 科目 期末余额 期末财务性投资余额 

1 交易性金融资产 50,486.99 - 

2 其他应收款 231.30 - 

3 可供出售金融资产 - - 

4 其他流动资产 1,912.65 - 

5 其他权益工具投资 6,700.00 - 

6 长期股权投资 2,495.44 - 

7 其他非流动资产 - - 

合计 61,826.38 - 

注：以上数据未经审计。 

（1）交易性金融资产 

截至 2020 年 6 月 30 日，公司交易性金融资产余额为 50,486.99 万元，全部

为为实现资金使用效率最大化而购买的银行结构性存款，不属于财务性投资。 

（2）其他应收款 

截至 2020 年 6 月 30 日，公司其他应收款情况余额为 231.30 万元，主要为

备用金、预付房租费用、押金、保证金和其他往来款等经营性往来款，不属于财

务性投资。 
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（3）其他流动资产 

截至 2020 年 6 月 30 日，公司其他流动资产余额为 1,912.65 万元，主要为待

抵扣进项税、预付税金等，不属于财务性投资。 

（4）其他权益工具投资 

截至 2020 年 6 月 30 日，公司其他权益工具投资余额为 6,700.00 万元，分别

为对南通至晟微电子技术有限公司和常州承芯半导体有限公司的投资。其中，南

通至晟微电子技术有限公司的主营业务为集成电路设计与电子技术研究等，常州

承芯半导体有限公司的主营业务为光电子器件、集成电路、半导体分立器件、

LED 芯片、LED 外延片的研究、开发、生产制造、封装、销售及技术咨询等。 

（5）长期股权投资 

截至 2020 年 6 月 30 日，公司长期股权投资余额为 2,495.44 万元，全部为对

上海山景集成电路股份有限公司的投资，其主营业务为集成电路及相关产品的研

发、设计及销售等。 

上述（4）和（5）所述投资均为公司围绕现有主业进行的产业投资，符合公

司主业及战略发展方向，符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审

核问答》中“不界定为财务性投资”的情形。 

综上，发行人最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业

务）情形。 

̂ү̃ Ὠ н╘ ȁн╘ ᾳȁ ᾳȁ ӊ

ᾰͅ ♅ ұ Ἱ ╟  

1ȁὨ ♅  

（1）本次募投项目产品较为复杂，研发难度较大 

公司本次募投项目产品相对高端，涉及工艺较为复杂、研发人员投入相对较

多、研发工作量较大。其中，高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目将针

对高性能、复杂应用的高端滤波器开展设计研发，形成工艺技术能力和量产能力。

通过与Foundry共同投入资源合作建立前道晶圆生产专线，深入拓展高端滤波器
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产品，满足客户对定制化、高性能、高复杂度射频滤波器的需求。由于本项目产

品对标国外高端产品，研发难度较大、所需投入资源较多，故所需研发费用较高。 

5G通信基站射频器件研发及产业化项目将针对高频、高性能、高功率、复

杂应用，适用于5G通信基站的射频器件开展设计研发，形成工艺技术能力和量

产能力。通过与Foundry共同投入资源合作建立前道晶圆生产专线，对5G基站领

域的射频新技术、新材料、新工艺持续创新研究。本项目的产出产品所用技术先

进，可打破国外厂商在基站通信应用领域的垄断地位，故研发难度较大、所需投

入资源较多、研发费用较高。 

（2）产品量产初期需一定流动资金备货 

一款新的产品需要经历产品定义、产品设计、产品验证、量产导入等阶段，

在正式进入量产导入前要针对产品的功能、性能验证和应用开发，同时进行可靠

性及其一致性验证。通常情况下，从设计研发至产品定形的过程中会经历多次流

片及设计和工艺迭代，所需资金不菲；募投产品实现最终销售前期，公司需要大

量流动资金购买晶圆并对芯片进行封装测试，以完成量产阶段备货；并且由于行

业惯例，公司通常会授予客户一定的信用期与信用额度。这使得在新产品实现最

终销售款项回流前公司现金流会较为紧张，需额外的流动资金进行补足。 

与此同时，根据行业惯例，由于芯片的采购、生产周期较长，为满足客户滚

动的生产需求及临时性的需求变动，提高客户满意度，避免缺货、断货的情况发

生，公司需要在按客户订单交付的同时储备一定的库存水位。维持合理的库存规

模也可以帮助公司更好的安排下游晶圆厂与封测厂生产活动，避免变更生产计划

以提高运营效率。 

此外，为保证项目的顺利进行，公司需准备一定的基本预备费与铺底流动资

金。因此，本次募集资金投资项目除设备硬件费外的非资本性支出较大，需占用

公司较大流动资金。 

2ȁὨ н╘ ̆ ╟ ᾿ Ю ̆

 

报告期内公司业务增长迅速，2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年
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1-6 月，发行人分别实现营业收入 59,164.74 万元、56,019.00 万元、151,239.46

万元和 99,769.32 万元，2017 年至 2019 年复合年均增长率达 59.88%，且预计公

司未来营业收入也将持续快速增长。 

虽然公司随着业务规模不断扩张，治理结构也不断完善，并形成了有效的激

励约束机制及内部管理制度。但随着本次募投项目的陆续实施，公司资产规模、

经营规模将进一步扩大，相应的研发、销售及管理人员数量也将逐步上升，对公

司在资源整合、技术开发、市场开拓等方面将提出更高的要求。同时，经营规模

的快速增加也使得公司的备货规模相应增长，以满足现有客户的库存需求及未来

客户的潜在需求，避免出现缺货、断货的情况发生。 

此外，由于公司发展迅速，在业务扩张时，公司需按照与客户签订的商务条

款给予客户一定的信用期。通常来说，公司会给予占公司业务比重较大的战略客

户较长的信用期。这对公司的现金流管理水平提出了一定的挑战，也一定程度上

造成了 2019 年度公司净利润上升但经营活动现金净流量一定程度下降的情况。 

因此，本次向特定对象发行的部分募集资金补充公司流动资金，能有效缓解

公司快速发展的资金压力，有利于增强公司资源整合能力，吸引更多人才，是公

司实现持续健康发展的切实保障，具有充分的必要性。 

3¡ϖԀЯҸ ᴮ јו₥ ┼ᾭј ỌҠ 

ō1Ŏṷ וּ ј  

οṔ ṷ ᵓầ Ὰ ἀ Ҫו ő Ọᾜᾨᴘ ᵿѕ

ᵓ ѵᵟ ὄ¡Ѥ ὄו őΉ ṷ֞שׁ Ђ ѵו↕ ő ה

Ѹ⁪ ő ₱ ╫ Ѹ 59.88%¢ᾘ €

ő ♠Ϡṷ ו ῒ ╫Ḣἂ Ѹ ṷ ј ו

ᾘ ¢♠Ϡṷ ₱ ἂИοЅⱨ↑ Ѹ Ꞌ ş 

֮ ş  

ṷ Қ 2019 ᵇ 2018 ᵇ 

ᾂᴤ♅Ὰ 647,325.45 372,129.17 

ᴈ  83,414.72 75,771.05 

Χẕᶺ 79,249.49 57,239.27 
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ṷ Қ 2019 ᵇ 2018 ᵇ 

ỉ♅  54,288.52 40,010.77 

♅Ὰ 146,336.03 136,468.97 

ῒ ╫Ḣἂ Ѹ  48.27% 

וּ şWind 

ṧ┼♠Ϡṷ ┼őῚ ṷ וּ Ѹ 48.27%¢ 2019

ᵇו 151,239.46 ᾘ ő┼ӽј וּ Ꞌ ş 

֮ ş  

ᶺ 2019 װ  ᵽװ  װ   

 151,239.46 224,237.72 332,469.82 492,941.96 

ş ј б֥Ѕṷ ᵓ וּ ו јő б ┼ӽ₭ ╨ѕő

┼ӽ₭ ╨ѕ ҝ őṷו бҤ֬ ѹ ¢ 

ō2ŎЯҸ ᴮ ₥║ ј ỌҠ 

ᴮ ₥ ₥ᵭẵ ṷ ⅎ ᴮ Ѱ ⅎ ᴮḨ ầ¢

Λּו őṷ וּ ᴮ ₥ ⱨῄ ṷ ş 

ᴮ ₥ ⱨ=װ ᴮ ₥ ₥ᵭ-2019 ᴮ ₥ ₥

ᵭ¢ 

ő2019 ⅎו ᴮ Ѱἀⅎ ᴮḨ ṥ♅ ₥ᵭ╫͝

ѰḨ Ѕ ┼ ¢ וּ ṥ ⅎ ᴮ Ѱἀⅎ ᴮḨ ₥ᵭ

2019 ꜝ¡ Ḥꜝ ¡֑ᾔ¡ ꜝ¡ Ḥ ꜝ¡ ꜝ ♅

Ϡו ᾘӓ₭ ј ¢ 
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Ϡ  

2019  

ō ΈŎ 

װ  

ōј Ŏ 

ᵽװ  

ōј Ŏ 

װ  

ōј Ŏ 

ōAŎ 
 

151,239.46 224,237.72 332,469.82 492,941.96 

ꜝ 25.01% 37,830.01 56,089.30 83,161.74 123,301.15 

Ḥꜝ  2.12% 3,213.58 4,764.67 7,064.42 10,474.17 

֑ᾔ 24.21% 36,610.86 54,281.71 80,481.68 119,327.52 

ꜝ 0.13% 198.20 293.86 435.70 646.00 

ⅎ ᴮ

Ѱ ῄōBŎ 
51.48% 77,852.65 115,429.54 171,143.54 253,748.84 

Ḥ ꜝ 8.61% 13,019.03 19,302.88 28,619.74 42,433.54 

ꜝ  0.18% 265.56 393.74 583.78 865.55 
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Ϡ  

2019  

ō ΈŎ 

װ  

ōј Ŏ 

ᵽװ  

ōј Ŏ 

װ  

ōј Ŏ 

ⅎ ᴮ

Ḩ ῄōCŎ 
8.78% 13,284.59 19,696.62 29,203.52 43,299.10 

ᴮ ₥

D=B- C 
42.69% 64,568.06 95,732.92 141,940.02 210,449.75 

ᴮ ₥

ⱨἂῄ 

 

145,881.69 

şῚ וּ ṥ ⅎ Ѱ¡ⅎ Ḩ ֺ ᵇ Ϡו ͝ 2019

ΑᶳϠῄ ¢ 

1¡ ᴮ ₥ =ⅎ ᴮ Ѱ-ⅎ ᴮḨ Š 
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3¡ ј б֥Ѕṷ ᵓ וּ јő б ┼ӽ₭ ╨ѕő ┼ӽ

₭ ╨ѕ ҝ őṷו бҤ֬ ѹ ¢ 

ṧ┼ј őṷ וּ ‏ ו֞⁪ ₥ ⱨő ₥ ⱨ ᵭ

145,881.69 ¢ϖԀ ᴧᵓ ᵿ ẕ ЯҸ ᴮ ₥ ᵭбҀỌ

75,000.00 ő ὓ₆ṷ ẵ שׁ ווּ֣ ₥ őκ ṷ

וּ ᴧ♠Ҫ ᵿ ő║ ἂ ¢ 

4ȁ ♅ ұ ᴿ Ὧ  

发行人本次募投拟用于补充流动资金的总金额为 75,000 万元，占本次募投

总金额 300,553.77 万元的比例为 24.95%，满足《发行监管问答——关于引导规

范上市公司融资行为的监管要求》中“用于补充流动资金和偿还债务的比例不得

超过募集资金总额的 30%”的规定。 

үȁ♅ ҉ Ἱ  

发行人已在募集说明书“一、发行人基本情况”之“（五）财务性投资及类

金融业务的具体情况”补充披露本次发行相关董事会决议日前六个月至今实施或

拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况。 

ЬȁѐӮ  

保荐机构及会计师的核查过程如下： 

1、取得公司的财务报告、审计报告，查阅内部决策文件及信息披露文件，

公司相关说明文件； 

2、结合主管部门关于财务性投资及类金融业务的相关规定，对公司董事会

决议日前六个月至今实施的对外投资、理财产品购买情况进行了核查； 
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3、查阅了本次募投项目的可行性研究报告； 

4、复核了各募投项目的具体投资数额、资本性支出情况以及效益测算情况； 

5、查阅了可比上市公司及可比募投项目的相关公开信息。 

经核查，保荐机构及会计师认为： 

1、自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本回复报告出具日，申请人

不存在实施或拟实施财务性投资（包括类金融投资）的情形； 

2、截至最近一期末，申请人不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融

资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。 

3、发行人本次募集资金拟用于补充流动资金的原因合理，符合发行人的商

业模式与现实需要，补充流动资金项目规模合理，投入比例不超过募集资金总额

的 30%，符合有关规定。 
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ӝ 2019 ᾿‾ 49,717Ъἷ̆ 206.27%̆ ╟ӊ

᾿ 5,561.98Ъἷ̆ Ю 58.58%Ȃ 

ӝ ╟ ᾿ б᾿‾ ╟ □ а

רּ ̆ б н Ὠ У Ȃ 

ᶑ ӝ ֶ Ȃ 

回复： 

Уȁ  

̂У̃ ╟ ᾿ б᾿‾ ╟ □ аּר

 

发行人 2018 年度、2019 年度实现净利润金额分别为 16,233.29 万元、

49,717.00 万元，同比上升 206.27%；产生经营活动现金流量净额分别为 13,428.27

万元、5,561.98 万元，同比下降 58.58%。其中：2018 年度、2019 年度经营活动

现金流入金额分别为 63,770.25 万元、131,914.85 万元，同比上升 106.86%；经营

活动现金流出金额分别为 50,341.98 万元、126,352.87 万元，同比上升 150.99%。

经营活动现金流入增幅小于经营活动现金流出增幅，由此导致经营活动现金流量

净额与净利润呈反方向变动。 

发行人经营活动现金流入主要来源于销售商品、提供劳务收到的现金，经营

活动现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金。发行人 2018 年度、2019

年度净利润及部分经营现金流量数据如下表所示： 

单位：万元 

项目 2019年度 2018年度 变动比 

归母净利润 49,717.00 16,233.29 206.27% 

经营活动现金流量净额 5,561.98 13,428.27 -58.58% 

销售商品、提供劳务收到的现金 121,848.64 57,621.10 111.47% 

购买商品、接受劳务支付的现金 103,622.88 36,596.58 183.15% 

销售商品、提供劳务收到的现金 2018 年度、2019 年度分别为 57,621.10 万
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元、121,848.64 万元，同比上升 111.47%，销售商品、提供劳务收到的现金增幅

小于实现净利润的增幅，一方面，相较于 2018 年，发行人于 2019 年度向账期较

长的大客户销售占比大幅度增加，回款周期较 2018 年度增长；同时经销商所负

责的终端客户普遍需求增长，基于长期以来的合作信任基础，发行人对部分经销

客户的信用额度有所提高。 

另一方面，购买商品、接受劳务支付的现金 2018 年度、2019 年度分别为

36,596.58 万元、103,622.88 万元，同比上升 183.15%，2019 年度涨幅较大主要系

发行人因客户供货需求量大幅度上升，发行人备货量大幅度增加。2019 ᵇᵿ

₭Ἴ₅ẅ♩ו г ᾙѻ ♩Ἴ┬ őᾘ ӽ ♩Ἴ 2019 ᵇ

Ѹ ő ϐᾔ ᶤѷ֞őׅ ᵿ ӊ ₥ Ϡ ⁪ṍ¢ 

发行人 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日存货结存金额如下表所示： 

单位：万元 

项目 
账面余额 

变动比 
2019年 12月 31日 2018年 12月 31日 

在途物资 1,816.24 569.55 218.89% 

原材料 12,531.54 6,761.96 85.32% 

委托加工物资 8,453.19 1,512.11 459.03% 

库存商品 16,222.77 6,059.65 167.72% 

发出商品 273.18 150.57 81.43% 

合计 39,296.92 15,053.85 161.04% 

发行人 2019 年 12 月 31 日库存商品账面余额为 16,222.77 万元较 2018 年 12

月 31 日库存商品账面余额 6,059.65 万元上升 167.72%，主要系客户供货需求大

幅度上升导致发行人备货大幅度增加；委托加工物资 2019 年 12 月 31 日期末账

面余额 8,453.19 万元较 2018 年 12 月 31 日库存商品账面余额 1,512.11 万元上升

459.03%，主要系发行人 2020 年度在手订单及销售预测量大幅度上升导致委外加

工厂 2019 年末产量大幅度增加。发行人采购量及备货量的大幅度增长导致“购

买商品、接受劳务支付的现金”金额大幅度增加。 

综上，发行人 2019 年度“销售商品、提供劳务收到的现金”的增幅小于“购

买商品、接受劳务支付的现金”，导致发行人 2019 年度经营活动现金流量净额

较 2018 年度有所下降。发行人 2019 年度经营活动现金流量净额与净利润呈反向
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变动真实地反映了发行人销售规模快速增长、回款周期增加、备货量上升的实际

情况，具有合理性。 

̂ү̃ б н Ὠ У  

同行业可比公司经营活动现金流量净额与净利润金额及变动情况如下： 

单位：万元 

可比公司 项目 2019年度 2018年度 变动比 

国科微 
归母净利润 6,812.78 5,617.10 21.29% 

经营活动现金流量净额 22,763.84 -7,561.72 100.00% 

中颖电子 
归母净利润 18,932.98 16,829.08 12.50% 

经营活动现金流量净额 21,955.97 10,358.66 111.96% 

汇顶科技 
归母净利润 231,735.67 74,249.86 212.10% 

经营活动现金流量净额 288,002.96 123,209.81 133.75% 

圣邦股份 
归母净利润 17,603.25 10,369.41 69.76% 

经营活动现金流量净额 14,451.55 8,367.47 72.71% 

全志科技 
归母净利润 13,463.04 11,812.74 13.97% 

经营活动现金流量净额 36,493.07 -6,979.85 100.00% 

发行人 
归母净利润 49,717.00 16,233.29 206.27% 

经营活动现金流量净额 5,561.98 13,428.27 -58.58% 

同行业可比公司经营活动现金流量净额与净利润 2019 年度较 2018 年度均呈

上升趋势。由于发行人 2019 年度整体回款周期变长、♩Ἴ ֞ḉ Ѹ¡存货

备货量大幅上升导致经营活动现金流量净额与净利润呈反向变动，因此发行人经

营活动现金流量净额与净利润的变动趋势与同行业可比公司存在一定的差异，但

有其原因及合理性。 

үȁ♅ ҉ Ἱ  

发行人已在募集说明书“一、发行人基本情况”之“（六）经营活动现金流

量净额与净利润情况”补充披露经营活动现金流量净额与净利润在金额和变动趋

势等方面不匹配的原因及合理性，是否与同行业可比公司一致。 

ЬȁѐӮ  

保荐人和会计师核查了发行人损益表及现金流量表主要科目的变动原因，同
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时取得了同行业可比上市公司的相关财务数据、指标，并对差异进行了分析。 

经核查，保荐人和会计师认为，发行人经营活动现金流量净额与净利润呈反

向变动存在合理性。 
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ҷ 

ᾃ̆ ӝ ὡ з̆ □ 2̆017 ȁ2018
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回复： 

Уȁ  

̂У̃ ᾞ Ὠ ȁ♅ ӊ ע ̆

 

1ȁ ᾞ Ὠ ȁ♅ ӊ ע  

受新冠疫情影响，全球经济压力加大，据世界银行于 2020 年 6 月发布《全

球经济展望》报告，2020 年世界经济将下滑 5.2%，其余主要经济体均为负增长。

但随着全国上下统筹推进疫情防控和复产复工，我国经济正逐步克服疫情带来的

不利影响，经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势。国家统计局公布的数据显示，

我国二季度 GDP 增长由负转正，增长 3.2%，新冠疫情带来的负面影响正逐步消

除，经济发展韧性和活力得到进一步彰显。 

此外，虽然新冠疫情对我国整体消费市场影响较大，使得我国手机总体销售

量呈下滑态势，但受国内 5G 基站覆盖范围的逐步完善、5G 手机技术的逐步成

熟等因素驱动，消费者对于 5G 手机接受度也在逐渐提高。根据中国信通院的数

据，我国 5G 手机出货量占总体手机出货量的比例已由 2019 年 7 月的 0.2%大幅

提高至 2020 年 5 月的 46.3%。公司也积极部署 5G 产品的研发生产，抓住 5G 手

机更新换代的需求，全力保证公司业绩的快速增长。 

因此，新冠状肺炎疫情虽然会对公司业务造成一定短期影响，但公司密切关

注疫情的发展变化，积极采取措施应对，在困难中寻找和创造机遇，保证公司经
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营稳定性不受影响。2020 年上半年公司营业收入同比增长 93.64%，归属于上市

公司股东的净利润同比增长 130.99%，公司业绩仍维持稳定增长。 

公司本次募投项目的实施方式为与晶圆厂合作建立前道晶圆生产专线模式。

一方面，由于半导体晶圆制造对厂房环境的要求较高，通常采用高等级无尘洁净

室以达到洁净度要求，并且也会采用极为严格的防护标准与过滤级别以确保空气

中的微粒含量不会影响设备精度。另一方面，晶圆厂通常为封闭管理，人员流动

控制严格，可以有效的防止晶圆厂中出现新冠疫情。截至本回复报告出具日，公

司的合作晶圆厂均未出现受到新冠疫情影响而延迟交货等情况。因此，新冠疫情

对本次募投项目的实施不会产生重大影响。 

本次募投项目的产品主要应用于智能手机以及 5G 基站领域。据 2020 年 6

月 IDC 公布的数据，由于新冠肺炎对宏观经济的影响将继续影响消费者支出，

预计 2020 年上半年智能手机出货量将下降 18.2%，2020 年全年全球智能手机市

场出货量预计将下降 11.9%，至 12 亿部。但 IDC 也预测 5G 技术将成为智能手

机市场复苏的催化剂，在 2021 年全球智能手机市场复苏中发挥重要作用，预计

全球智能手机出货量将在 2021 年第一季度恢复增长，且在 2021 年度至 2024 年

度维持正增长。 

此外，受到疫情的影响，2020 年一季度我国 5G 基站的建设也相对放缓，但

通信业正式复工后，因疫情延期的 5G 项目将加快落地。据工信部的消息，2020

年底中国移动建成 30 万个 5G 基站的目标不变，中国联通和中国电信将力争前

三季度完成全年 25 万基站建设目标。在国内新冠疫情得到较好控制的背景下，

我国 5G 的建设有望进一步提速。 

综上所述，预计新冠疫情不会对公司募投项目的实施及未来产能消化产生较

大不利影响。 

2ȁ  

为应对新冠疫情对公司生产、销售造成的潜在影响，发行人已经采取一系列

有效应对，制定了有效的安全防护措施，大力推进复工复产。公司在第一时间为

员工购买了充足的个人防护用品，并密切跟踪员工所在地新冠疫情严重程度，组

织员工每日上报体温，确保公司员工的健康安全。 
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在确保公司员工安全与做好新冠肺炎防控措施的前提下，公司也根据当地政

府的指导与统筹安排，并结合自身的经营规划，采取多项措施持续推进复工复产。

保持持续的研发投入，加深与客户的合作沟通，加强管理水平的提升和成本的管

控，尽最大可能降低疫情对公司生产经营的影响。随着全球疫情得到进一步有效

控制，市场需求和消费者意愿有所恢复，疫情对公司生产经营方面的负面影响将

有所减弱。 

截至本回复报告出具日，公司已全面复工，生产经营已恢复正常。 

̂ү̃ Ὠ ȁ♅ ӊ ע а‾

̆  

1ȁ Ὠ ȁ♅ ӊ ע  

2018 年度、2019 年度与 2020 年 1-6 月公司营业收入中境内收入占比分别为

24.50%、28.30%和 41.39%，境内地区收入占比不断提高， ṷ ᵊ♩Ἴ

⅞ †ᾔ Ѹ ő且公司境外地区业务主要覆盖越南、韩国、香港等受国

际贸易摩擦影响较小的国家或地区。 

报告期内，公司的主要供应商位于日本、中国大陆与中国台湾，公司与主要

供应商均建立了紧密的合作关系。报告期内公司供应商均按时正常交付，未有断

供等情况发生。 

当前，受国际贸易摩擦影响，半导体产业链国产替代化进程加速，国产半导

体器件在国产品牌中的占比进一步提升，国内集成电路行业在需求的驱动下持续

扩张。公司坚持自主研发，充分发挥公司技术储备、供应链管理、规模成本效应

等综合优势，通过不断开发并推出类型丰富的高端产品占领市场先机，新推出的

产品得到了客户的高度认可，公司在一线客户的占比不断提升。国产替代红利促

进公司业绩快速增长，保证了公司持续保持充分的竞争力和广阔的增长空间。公

司本次募投项目预计将打破境外企业在高端射频滤波器芯片与 5G 基站射频器件

领域的垄断地位，拓展公司产品的应用领域，促进国产半导体产业链的发展。此

外，ṧ┼ IDC ו јő ẩ ő ᾙ ѵ 2020 ӊᾔ

12 еő Ϡ 2019 ‏ ‚ 11.9%őִ 2021 Ἢ▲ ή ¢ṧ┼ QYR 

Electronics Research Centerו јő ׆ 5G ὄ‌ ו ő 2020
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ő ᵊ ѵ‏ ꜛוּ Ѹ¢2018 2023 ᵊ ѵ

ẵ ῄ‏ Ḣἂ Ѹ 16.00%Ҫ ṍ Ѹő2023 ⁮₱ 313.10 ¢ 

ỉΈ зᵓṷ ᵊ♩Ἴ ѵ ᶳвѰ ᴧ ő

ִᵓṷ Ҫוּ ו ᵓ ő şō1Ŏ ᵊ ѵ

Ә ṍ Ѹ őṷ Ѱ ו ѵ ⅛Ẳּׁשőṧ┼ QYR Electronics Research 

Center ῄő ῄ ᵊ ѵẵ ׆֚‏ 313.10 ő 2018

ו16.00% ╫Ḣἂ Ѹ Šō2Ŏṧ┼ IDC ו ┼ő2020 ᵽᾼᵇװ

ᾙӊᾔ ṷו ᶳЈ Ἷ ¡ ¡ Ị¡ ¡OPPO¢ ő

ṷ ᵊ♩Ἴ Ḡḵ ӑ Ị ו ֞ ᾙѻ őỉΈ зᵋ

♠ ᾀ ṷ Ἴ₅ẅӊ♩ו ᴧוᴘ őִѸ ő◒וּ ѵ

֑ ő ӽőṷ ו ⅎ ᴧ бᾀ ỉΈ׆ з֞⁪ו Šō3Ŏ

ṷ б ♩Ἴ ו Ѱ ║ ő Τ ϐᾔ ᵓ⁪ᵟőִб

֑ ֑ᾔ֞ḉῺ ᷄ו Šō4Ŏṷ Ҫ ᵿӦ ӊ║ ↕ ו Ѱ

őИ 2019 ᵇ ӊб ו Ѱ őӽ Ѱ ṷ וּ

Ҫו ᵿ ᴍᴧ ⁪ỰוᾘӓŠō5Ŏ ỌϖԀ ‌ו őṷ ‏ Ѱ

ו őИ Ọ Ѱ ו ѵׅ ő· ו Ѹᴄ¢ ו

őỉΈ з ῄбᾀᵓṷ ⅎ ᴧ Ѱ ⁪֞б ¢ 

国际贸易摩擦对公司 5G 基站领域客户的影响主要体现在其海外市场扩展上。

但根据知名基站设备提供商的预测，截至 2020 年底，中国 5G 基站的预计建设

数量将占全球建设数量的一半以上，因此，即使不考虑境外市场，境内 5G 基站

射频器件的市场规模也已足够支撑公司本次募投项目的产能消化。 

综上所述，国际贸易摩擦对公司经营稳定性、募投项目实施及未来产能消化

不会造成重大不利影响。 

2ȁ  

为应对国际贸易摩擦对公司产生的潜在影响，发行人已经采取一系列有效应

对措施，具体包括： 

（1）拓展公司客户广度与深度，积极评估贸易摩擦影响 
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为应对国际贸易摩擦，公司将积极开拓不同的客户群体并加深与现有客户的

合作，目前公司产品已覆盖众多境内外领先的智能手机终端品牌，并与 5G 通信

基站客户群体有部分重叠。未来公司将进一步深度挖掘现有手机品牌客户潜在需

求，并积极开发新的通信基站领域优质客户，使不同领域客户、同一领域不同地

域客户相互补充，降低国际贸易摩擦带来的影响。 

此外，为保证客户供应链的稳定性，更好的服务终端客户，公司将持续关注

国际贸易摩擦的最新进展，并与客户保持紧密的联系，评估贸易摩擦带来的潜在

影响。公司也将就最新情况积极与客户沟通，提出积极有效的解决办法以继续保

持现有的稳定合作关系。公司将密切关注国际政治形势的发展变化，积极采取措

施应对，在困难中寻找和创造机遇。 

（2）加快本次募投实施进度，完善供应商体系 

公司在经营过程中重视与全球顶级的晶圆制造商、芯片封测厂商的紧密合作。

公司已与知名晶圆制造商和芯片封测厂商形成了稳定的合作机制，建立了稳固、

良好的合作关系，在产能供应链管理方面积累了丰富的经验。同时，由于公司销

量逐年快速增长，已成为各上游外协厂商重要客户，良好的供应商管理有效地稳

定了公司的大规模交付供给。另一方面，公司通过与上述知名厂商规划并制订长

期产能规划、建设专线、协商保障产能供应等机制确保产能需求，降低了行业产

能波动对公司产品产量、供货周期的影响。公司具备快速交付产品的能力，保障

客户量产的顺利进行。 

同时，公司将加快本次募投的实施进度，以期尽快完成与晶圆厂的合作，进

一步加深公司与晶圆厂之间的合作与相互了解，确保公司提前锁定晶圆厂的产能，

保障关键资源的供应速度。另一方面，公司募投项目的尽快实施也有助于我国半

导体行业加快实现高端产品的国产替代化，打破国外技术封锁，使国产手机品牌

与基站厂商维持正常的产品生产。最后，公司本次募投项目的实施也将完善公司

的供应商体系建设，在与全球顶级晶圆厂保持紧密合作的同时，积极考察国内优

秀晶圆厂，通过共建产线的方式促使国内晶圆厂的工艺升级，助力国内半导体产

业链的发展与完善。 

（3）扩展产品下游应用种类，对冲贸易摩擦影响 
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目前公司的产品主要应用于以手机为代表的消费类电子产品，产品类型较为

集中。但公司始终坚持技术创新，不断推出新产品以丰富现有产品布局。2019

年公司适时推出适用于 5G 制式 sub-6GHz 频段射频开关和低噪声放大器新产品，

同时射频模组的开发和推广取得突破。上述新产品既丰富了产品布局，又进一步

增强了公司的核心技术竞争力，有效的打破了国外企业在高端射频领域的垄断地

位，可以较好地对冲贸易摩擦对公司原有产品带来的冲击。 

此外，本次募投项目实施也有利于公司拓宽除消费类电子产品外的应用领域，

如 5G 通信基站射频器件研发及产业化项目的实施将使公司的产品应用于通信基

站领域应用，此外公司也在利用现有生产技术和人员储备积极拓展汽车电子等新

的应用领域，并不断拓宽现有产品应用范围，以减少国际贸易摩擦对特定行业带

来的风险。 

үȁ♅ ҉ Ἱ  

发行人已在募集说明书“五、与本次发行相关的风险因素”之“（一）对公

司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素”中补充披

露相应风险。 

ЬȁѐӮ  

保荐机构的核查过程如下： 

1、通过对申请人管理层以及相关负责人了解申请人复工复产情况以及新冠

疫情与国际贸易摩擦对申请人销售、采购、生产等各方面造成的影响； 

2、获取申请人 2020 年 1-6 月财务报表，了解申请人经营业绩受新冠疫情与

国际贸易摩擦的影响情况； 

3、取得了申请人 2020 年 1-6 月采购、销售明细，了解申请人采购的主要原

材料、销售的主要产品情况以及客户、供应商情况； 

4、获取了公司为应对新冠疫情制定的制度及有关证明，关注国家卫生健康

委员会官方网站及相关媒体关于疫情的进展情况； 

5、查阅了本次募投项目可研报告，了解申请人本次募投项目的具体情况。 
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经核查，保荐机构认为： 

1、截至目前，申请人及其境内外子公司已实现全面复工复产，申请人已开

始进行正常、连续的生产及经营；新冠肺炎疫情期间，申请人原材料采购、产品

销售等日常订单或重大合同的履行不存在实质性障碍； 

2、新冠疫情与国际贸易摩擦对申请人 2020 年半年度的经营业绩造成一定负

面影响，但仅为暂时性影响，申请人已经采取必要的解决措施，未来期间能够恢

复正常状态，预计对全年经营业绩情况的实施无重大负面影响； 

3、目前新冠疫情与国际贸易摩擦对申请人终端客户不构成重大不利影响，

不会对申请人持续经营能力构成重大不利影响； 

4、本次新冠疫情及国际贸易摩擦对申请人未来生产经营预计不会产生重大

不利影响。海外疫情持续蔓延或国际贸易摩擦进一步加剧可能对申请人未来生产

经营造成一定的不利影响，申请人将充分披露风险。 
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（此页无正文，为《关于江苏卓胜微电子股份有限公司申请向特定对象发行股票

的审核问询函的回复报告》之签署页） 

 

 

 

 

 

保荐代表人签名： 

                       章志皓        李天怡 

 

 

年    月    日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国国际金融股份有限公司公章：  

年    月    日 
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本人已认真阅读《关于江苏卓胜微电子股份有限公司申请向特定对象发行股

票的审核问询函的回复报告》的全部内容，了解本回复报告涉及问题的核查过程、

本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，本

回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、

准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。 

 

 

董事长、法定代表人签名： 

 

 

 

 

 沈如军     

 

 

 

  

 

 

 

  

   

中国国际金融股份有限公司 

 

年     月     日 
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本人已认真阅读《关于江苏卓胜微电子股份有限公司申请向特定对象发行股

票的审核问询函的回复报告》的全部内容，了解本回复报告涉及问题的核查过程、

本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，本

回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、

准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。 

 

 

首席执行官签名： 

 

 

 

 

 黄朝晖     

 

 

 

 

  

 

 

  

   

中国国际金融股份有限公司 

 

年     月     日 

 


	目  录
	问题一
	一、对问题的回复
	（一）说明各募投项目（不含补充流动资金）的主要产品、产能及其与前次募投项目、现有业务之间的联系与区别，在前次募投项目均未实施完毕的情况下，短期内再次大额融资进行项目建设的必要性、合理性和谨慎性，是否存在重复建设情况，并结合客户储备、在手订单、现有产能规模及产能利用率等、技术迭代周期等情况说明新增产能规模的合理性及市场消化能力，项目实施是否存在重大不确定性
	1、说明各募投项目（不含补充流动资金）的主要产品、产能及其与前次募投项目、现有业务之间的联系与区别
	2、在前次募投项目均未实施完毕的情况下，短期内再次大额融资进行项目建设的必要性、合理性和谨慎性，是否存在重复建设情况
	3、结合客户储备、在手订单、现有产能规模及产能利用率等、技术迭代周期等情况说明新增产能规模的合理性及市场消化能力，项目实施是否存在重大不确定性

	（二）说明射频滤波器项目、基站射频器件项目中“硬件设备费”的构成明细，是否全部为资本性支出
	（三）披露本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排，本次募集资金是否包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金
	（四）披露各募投项目的用地计划、取得土地的具体安排、进度，是否符合土地政策、城市规划，募投项目用地落实的风险
	（五）说明前次募集资金投向是否发生变更、是否按计划投入，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日时间间隔符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的有关规定
	1、本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日时间间隔超过6个月
	2、投向未发生变更且按计划投入


	二、募集说明书补充披露
	三、中介机构核查意见

	问题二
	一、对问题的回复
	（一）披露与晶圆制造商合作的具体方式，包括但不限于合作协议主要内容及签署情况、生产专线等设施设备使用、维护的具体安排，产线及产能的最终所有权归属、发行人与晶圆制造商具体投入的人力、技术和设备等资源的相关情况、项目利润分配计划等事项，生产专线产能及良品率能否有效满足发行人需求，发行人能否对募投项目实施有效控制
	1、合作协议主要内容及签署情况
	2、生产专线等设施的具体合作情况
	3、公司具备与供应商进行类似合作的经验
	4、发行人能否对募投项目实施有效控制

	（二）充分披露相应风险

	二、募集说明书补充披露
	三、中介机构核查意见

	问题三
	一、对问题的回复
	（一）披露本次发行相关董事会决议日前六个月至今实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况，说明最近一期末是否持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）情形
	1、披露本次发行相关董事会决议日前六个月至今实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况
	2、说明最近一期末是否持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）情形

	（二）结合公司业务规模、业务增长情况、现金流状况、资产构成及资金占用情况，论证说明本次募集资金拟用于补充流动资金的原因及规模合理性
	1、公司本次募投项目对非资本性资金要求较高
	2、公司业务迅速增长，经营活动现金流量净额有所下降，经营所需资金需求较大
	3、本次补充流动资金的测算依据及测算过程
	4、本次募投资金拟用于补流比例符合相关规定


	二、募集说明书补充披露
	三、中介机构核查意见

	问题四
	一、对问题的回复
	（一）披露经营活动现金流量净额与净利润在金额和变动趋势等方面不匹配的原因及合理性
	（二）是否与同行业可比公司一致

	二、募集说明书补充披露
	三、中介机构核查意见

	问题五
	一、对问题的回复
	（一）新冠疫情对公司经营稳定性、募投项目实施及未来产能消化的影响，拟采取的应对措施
	1、新冠疫情对公司经营稳定性、募投项目实施及未来产能消化的影响
	2、拟采取的应对措施

	（二）国际贸易摩擦对公司经营稳定性、募投项目实施及未来产能消化的不利影响，拟采取的应对措施
	1、国际贸易摩擦对公司经营稳定性、募投项目实施及未来产能消化的影响
	2、拟采取的应对措施


	二、募集说明书补充披露
	三、中介机构核查意见


